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Titelbild: Das Konstruktionsbüro MR-CAD ist seit über 20 Jahren im Bereich PCB-Design tätig. Als Dienstleister erledigen wir 
Aufträge für Kunden aus den Bereichen der Industrie, Medizin, Automotive, Luft- und Raumfahrt. Durch die Vielzahl 
an Programmen, werden Schaltpläne und Layouts, vorwiegend auf Zuken CR5000, Cadence Allegro, Pulsonix,  
Mentor, und Altium Designer, auch im eigenen Büro erstellt.

Telefon: +49 9181 698009, www.mr-cad.eu
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Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:

Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V., 
Tel. +49/8165/670233,  
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

Fachverband Elektronik-Design e.V., 
Tel. +49/30/8349059,  
info@fed.de, www.fed.de

INTERNATIONAL  
MICROELECTRONICS  
AND PACKAGING SOCIETY – 
Deutschland e.V., 
Tel. +49/3677/69-3381,  
jens.mueller@imaps.de,  
www.imaps.de

European Interconnect  
Technology Initiative e.V. 
Tel. +49/69/6302-281,  
eiti@zvei.org, www.eiti.org

Fachverband Electronic  
Components and Systems 
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251, 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB  
and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437,  
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

Forschungsvereinigung  
Räumliche Elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V. 
Tel. +49/911/5302-9100, 
info@3dmid.de, www.3dmid.de

DVS – Deutscher Verband  
für Schweißen und  
verwandte Verfahren e.V. 
Tel. +49/211/1591-0,  
michael.weinreich@dvs-hg.de, 
www.dvs-ev.de


